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投资者关系活动

类别

■特定对象调研              □分析师会议

□媒体采访                  □业绩说明会

□新闻发布会                □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名
博时基金、方正证券、华福证券

时间 2024年 7月 23日

地点 成都华微电子科技股份有限公司会议室

上市公司接待人

员姓名

董事、总经理王策先生，董事会秘书李春妍女士，综合管理部主任李

江陵先生，证券事务代表周文明先生

投资者关系活动

主要内容介绍

一、公司基本情况介绍

公司是国家“909”工程集成电路设计公司，专注于集成电路研

发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案

为产业发展方向。自“十一五”以来，公司连续承接多项

FPGA、ADC、SoC方面的国家科技重大专项和国家重点研发计划，是目

前国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。

目前公司已形成了覆盖可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、数据转换

（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集

成电路产品，这些产品可广泛应用于电子、通信、控制、测量等多个

领域。公司建立了特种集成电路检测线，拥有中国合格评定国家认可

委员会 CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC认证的国家级检

测中心，具有较为完备的集成电路成品测试能力。经过多年的市场验

证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，

核心产品 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 处于国内领先

地位。



二、问答情况

1.公司产品的研发周期一般是多长？

答：公司特种集成电路产品从研发设计到推广销售，需经历生产

试制、试用验证、定型鉴定等流程，整体周期通常需要 2-5年左右，

这一周期会根据不同产品的应用场景而有所不同。同时，基于行业特

点，公司产品在设计之初需考虑下游应用领域的特殊需求，产品技术

含量高、设计难度大，在产品研发阶段需进行大量的研发投入，所以

产品附加值也相对较高。

2.公司产能情况如何？

答：公司自 2020年起加快了特种集成电路检测生产线的建设，检

测设备及检测人员数量均大幅增加，目前检测能力能够满足公司生产

需要，并具备对外提供部分检测服务的能力。

3.近期公司产品价格情况如何？

答：目前行业整体面临价格下行压力。公司拥有自己的检测平

台，较同行业公司，具有一定的成本控制优势；同时公司作为市场后

入者，可以通过适当控制利润率以获取更大的市场份额；确保了公司

在维护客户关系的同时，具有强有力的市场竞争力。特种集成电路市

场也有自己的客观发展规律，相信产品价格也会根据其不同特性和供

需关系，逐渐实现动态平衡。

4.公司股权激励的开展情况？

答： 公司在 2007年已设置员工持股平台，后经多次增加、调整

和规范，目前公司部分员工通过成都华微众志共创企业管理中心（有

限合伙）、成都华微展飞伙伴企业管理中心（有限合伙）、成都华微

同创共享企业管理中心（有限合伙） 、成都华微共融众创企业管理中

心（有限合伙）四个持股平台，以及华泰成都华微家园 1号科创板员

工持股集合资产管理计划（战略配售）间接持有公司股份。

公司高度重视核心人员的激励，实施了有效的约束激励措施，通

过持股平台和战略配售将员工个人利益与公司长远发展相结合，形成

利益共同体，进一步提升激励效果，保障了核心团队的长期稳定。

5.公司各板块产品是如何规划的？

答：公司可编程逻辑器件，已形成五百万门到七千万门级普系化

产品，与知名院校开展合作，产品设计实现了自主安全并达到国内领

先水平，未来将积极争取更多的市场份额；数据转换 ADC/DAC 方面，

公司高速高精度 ADC类产品具有一定的技术先进性，已得到市场的广

泛认可和应用；MCU、SoC产品方面，公司将进一步扩大规模、降低成

本、提高可靠性，顺应客户“小型化、轻量化”的需求。

6.如何看待未来的行业趋势？

答：上半年消费电子市场已呈现复苏迹象，目前特种集成电路领



域未见明显变化。公司不断加强相关产品的技术储备，目前产品优势

已逐步体现。公司看好未来市场的需求释放，该过程预计需要一定时

间逐步体现。

关于本次活动是

否涉及应当披露

重大信息的说明

否

附件清单（如

有）
无

日期 2024年 7月 23日


